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■ 外观

■ 显微镜主体

■ 灯箱

■ 整体示意图

■ 控制单元

■ LED光源单元

追求真正实用性，

HYBRID全面升级
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HYBRID＋激光显微镜

激光放射
切勿直视射线

连续波
脉冲持续时间

0.8（mW）
最大输出功率

405（nm）
波长

第二级激光器 JIS C6802:2011

日本Lasertec株式会社



追求真正实用性，HYBRID全面升级

应对多样化测量场景， 
为您的工作加力+

功能

硬件

软件

可选/定制

6个功能模块  对应多样测试需求

行业最高精度， 更准确

上手快， 更好用

自动化对应， 更高效
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P19
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 W系列 　  LMBrain 　  精密电动样品台

 LM菜单 　  过滤辅助功能　  Office报告生成

 高度方向检出精度达0.05 nm    LED光源单元　 

 专用低倍高NA镜头



激光共聚焦

白光共聚焦

1987

1LM21
红色激光

1999

VL2000D
紫色激光

2001

HD100D
白光共聚焦

2003

S130/C130
白光彩色共聚焦

2007

H1200WIDE
多功能白光共聚焦

1985

2LM11
世界首台工业用激光显微镜 

RGB3色激光

2013

OPTELICS HYBRID
多功能白光共聚焦白光

·激光共聚焦

2020

3 4

集6项功能于一体

白色光共聚焦与激光共聚焦的融合 业内最高规格与独有功能

对应大范围测试需求

以双共聚焦光学系为基础，搭载微分干涉观察，垂直白光干涉测定，相差干涉测定，反射分光膜厚测定

等功能，通常多台设备才能完成的测试，仅需一台设备即可实现。

白光共聚焦+激光共聚焦，双光学系搭载，兼具两者优势 对于激光显微镜可实现的各种观察与测试需求，提供行业最高标准

一台设备对应纳米级到毫米级的大范围测试需求

相差干涉测试 垂直白光干涉测试

微分干涉观察
反射分光
膜厚测试

白光共聚焦 激光共聚焦

• 平面上的纳米级损伤、

异物的可视化

• 数毫米宽广视野内的纳米级形状测试

• 24bit真彩色观察
• 宽视野观察与测试

• 根据样品特性选择最适波长

• 高放大倍数

• 高分辨率

• 高对比度

• 纳米级透明膜的厚度测试

• 埃米级形状测试
1 nm

1 nm

1 µm

水平方向分辨率

垂
直
方
向
分
辨
率

1 µm

1 mm

1 mm

电子显微镜

原子力显微镜

数码显微镜

通常的激光显微镜

光干涉
显微镜

自动化检查

高速测试 自动化测试

高精度测试 波长灵活
选择

宽视野
范围

业内
最高

业内
最高

业内
最高

only
one

only
one

only
one

1985年，推出世界首台工

业用彩色激光显微镜。不

断致力于最先进的显微镜

开发至今

坚持“世界最先”的

35年开发史

多功能高性能 OPTELICS HYBRID+
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功能

6个功能模块  对应多样测试需求

 白光共聚焦

 激光共聚焦

 微分干涉观察

 垂直白光干涉测试

 相差干涉测试

 反射分光膜厚测试

● 宽视野+高精度测试
● 高清彩色观察

● 高放大倍数+高分辨率观察·测试

● 纳米级凹凸观察

● 纳米级形状测试

● 埃米级形状测试

● 纳米级透明膜厚度测试
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 白光共聚焦

 ▎宽视野范围，更高效率

 ▎低倍镜同时达到高测定精度

 ▎根据样品特性灵活选择波长

与一般激光显微镜相比视野扩大1.6倍

配置专用低倍高NA镜头，可实现一般激光显微镜无法达到的低放大倍数·高分辨率测试

通常的10×物镜（NA:0.3）得到的3D图像 专用10×物镜（NA:0.5）得到的3D图像

HYBRID+显微镜视野 
（20x物镜）

一般激光显微镜视野 
（20x物镜）

粉底 充电中锂离子电池的电极断面

（透过玻璃窗口对石墨负极的颜色变化进行原位观察）

（画面由LIBTEC提供）

 ▎高精细彩色共聚焦观察

使用接近太阳光的白色光源，得到高焦点深度的高精细彩色画像

波长选择应用例

■ 具有特定吸光特性的样品

PI膜无法被蓝光穿透，蓝光观察只获得表面层形貌；用红光可以清晰的观察到膜下方的结构。

■ 在特定波长光作用下特性改变的样品

光刻胶、UV光固化树脂、有机膜等会被特定波长的光线破坏的样品，需选择最适波长进行观察与测试。

PI膜涂覆电子元件

上层（蓝）全焦点画面（白色） 下层（红）

6个功能模需求  对应多样测试需求
功能

一般激光显微镜
405 nm激光导致感光破坏

HYBRID+

切换至最适波长保证非破坏观察

有机膜

粗糙度标准板

连接端子

噪声

HYBRID＋具备波长切换功能，用户可选择测试所需的最适波长范围。适用于单色光无法测定的样品。

通过波长切换观察多层结构

光源侧：光源切换功能

六种波长可供选择

检出器侧：光接收器通道可切换

RGB各波长带通道可选择

视野面积1.6倍

检出器侧：光接收器通道可切换

白色

紫红

蓝

绿黄绿

黄

436 nm633 nm

486 nm

514 nm546 nm

578 nm
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 激光共聚焦  微分干涉观察

 ▎高倍·高分辨率观察  ▎纳米级凹凸观察

搭载波长405nm的紫色半导体激光，无需前处理，以可媲美电子显微镜的高分辨率，鲜明捕捉纳米级细微构造。 共聚焦与微分干涉（DIC）相结合，实现细微凹凸形状的可视化。由于焦点深度极低，对于透明样品可以排除其背面的影响仅

对表面进行观察

聚合物球晶

（视野150 µm，显示器放大倍数1,850倍）

共聚焦图像

细微凹凸不可见

共聚焦DIC图像

细微凹凸清晰可见

SiC晶圆上的epi缺陷 
（视野1,500  µm）

人造水晶的晶体表面形状

（视野1,500  µm）

GaN epi缺陷
（视野1,500  µm）

铌酸锂

（视野25 µm，显示器放大倍数11,100倍）
Si晶圆背面

（视野75 µm，显示器放大倍数3,700倍）

半导体图案

（视野75 µm，显示器放大倍数3,700倍）

6个功能模需求  对应多样测试需求
功能
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 垂直白光干涉测试

 相差干涉测试

 反射分光膜厚测试

 ▎数毫米宽广视野内的纳米级形状测试

 ▎埃米级形状测试

 ▎纳米级透明膜厚测试

白光通过双光束干涉镜产生的干涉波形，通过垂直方向扫描找到干涉光强度最大点，得到样品的高度分布数据。原理上，高度

分辨率不受物镜放大倍数影响，因此可使用低倍镜快速完成宽视野范围测试。

白光通过双光束干涉镜产生的干涉条纹，与从样品反射回的反射光的光程差直接相关。在垂直方向细微移动得到4组干涉图

像，通过解析实现高分辨率的高度分布测试。

利用波长切换功能对6个波长的绝对反射率进行测定，光学建模计算得到膜厚。数nm～1μm的单层/多层膜厚可测定。测定

区域在共聚焦观察图像上指定，亚微米区域～全视野的数mm区域的平均膜厚均可测定。由各pixel的膜厚数据也可获取厚

度分布结果。

镀铬样品的微观结构观察。1.5 mm视野内44 nm高的台阶
图案测定。

镀铬样品的微观结构观察。8 nm高的台阶图案测定。与白
光干涉相比具有更高分辨率。

试验片

试验片

方解石的解理面

SiC晶体的生长面

表面数 µm高度差的样品，数10～数100 nm的解理台阶
的测定可能。

螺旋位错为起点的 1 nm～10 nm的生长台阶可测定

Si基板上的（2分子膜，单层厚4 nm）LB膜
（山形大学 松井研究室 松井淳教授提供）

Si基板上的SiO2膜厚：114 nm

视野1,500  µm

膜厚分布测试例

微小区域的膜厚测试例

约44 nm

8 nm

HYBRID＋的测定区域 （1 µm□）

6个功能模需求  对应多样测试需求
功能

56 nm
52 nm 48 nm

44 nm
40 nm

28 nm

12 nm
36 nm

24 nm

8 nm
32 nm

16 nm

20 nm

4 nm

（名古屋大学 未来材料·系统研究所 宇治原徹教授提供）

一般膜厚测定设备的测定区域～φ1 mm
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硬件

行业最高精度， 更准确
 ▎光源

 正确测定的基础：光源

宽视野·高速共聚焦光学系

行业最高精度， 更准确
硬件

激光光源

采用可见光范围内最短波长的405 nm紫色半导体激光，具有波长短，强度高的特点，保证高倍率·高对比度的观察。

白色光源

LED光与氙灯光源两种可选择

LED光源 长寿命，稳定性好，测试再现性优越

氙灯光源 最接近太阳光光谱，对应多种测试需求

宽频光单色光

单色光与宽频光的区别

单色光在附有薄膜的样品表面会形成干涉条纹，影响测试。白色光作为宽频光，干涉不易发生，从而确保面形貌的正确测试。

波长带

白色光为宽频带光，可用于单色光难以实现的观察与测试。并且可以通过滤光镜实现6种波长的灵活选择，根据样品特性选定最适测

试条件。

检出器

激光光源

白色光源

防震结构

低重心设计

为保证安定测试环境，底面

装配防震胶结构

通过降低重心提高耐震性

LED光源单元

3D图像【基板上涂覆3 µm光刻胶】 3D图像

灯箱（氙灯光源）

易发生干涉条纹

反射图像 反射图像

干涉条纹难以形成

青
436 nm

紫
405 nm

红
633 nm

蓝
486 nm

绿
514 nm

黄绿
546 nm

黄
578 nm

380 nm 750 nm

1 
白光与紫色激光2种光源搭载

光学系可一键切换

2  RGB同时/独立受光检出器

根据样品特性选择最适波长

3  
高度方向检出器精度达0.05 nm 

行业内最高精度

4  
高刚性、低重心设计，提升测试稳定性

降低震动、噪声带来的干扰
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一般光学系

TFT

共聚焦光学系

 ▎共聚焦光学系

 ▎共聚焦光学系的优势

样品表面的反射光通过遮光板上的细孔到达检出器的光学系。

点光源的照射光到达样品并聚焦时，其反射光也正好在细孔位

置聚焦，这种设计因此称为“共聚焦光学系统“。样品表面的聚

焦处，其反射光经细孔到达检出器；未聚焦处的反射光绝大部

分被遮光板挡住，无法被检出。这种仅聚焦处的反射光被检出

的共聚焦光学系，被HYBRID+以及通常的激光显微镜所采用。

分辨率与对比度提升

与一般光学系相比，可去除周边的散射光的干扰，提高分辨率

的明暗对比度。

Z方向实现高分辨率

由于只有焦点位置的反射光被接收，其焦点深度非常浅，可实

现Z方向高分辨率观察（参考I-Z曲线），得到断层扫描图像。

 共聚焦显微镜的原理

 ▎共聚焦扫描/全焦点图像/高度分布测定原理

共聚焦扫描

使样品在Z方向移动，连续扫描多个二维图像，则可获得一系列

的光学切片图像。同时取得图像中各像素点在聚焦时的光强度

峰值数据。

全焦点图像

各像素点的光强峰值经图像处理技术进行合成，得到高分辨

率、高焦点深度的全焦点图像。

高度分布测定

各像素的峰值光强位置信息中包含高度数据。经数据解析可

进行各种高度以及3D测定。

共聚焦光学系

一般光学系

I（光强）

Ｚ 

︵
Ｚ
位
置
︶　

I-Z曲线

采 用 Search peak / Fine 

peak 算法，可以缩短测定

时间，并保证高精度的测定

结果。

I-Z曲线

Ｚ
︵
Ｚ
位
置
︶

真实焦点位置无法检出 计算得到真实焦点位置

检出的焦点位置检出的焦点位置

Search peak / Fine peak原来方式

I（光强）

 ▎峰值位置的检出算法

对I-Z曲线采用专门的检出算法处理，获得真实准确的高度数

据。

检出器

细孔遮光板

细孔遮光板

反射镜 反射镜

物镜

焦点位置
样品

点光源

検出器
细孔遮光板

细孔遮光板

样品
焦点位置

点光源

物镜

聚焦时 未聚焦时 全焦点图像光学切片图像

3D图像

行业最高精度， 更准确
硬件
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 ▎丰富的镜头系列

HYBRID＋的镜头系列丰富多元，根据用户需求灵活配备

 确保高精度测试，配置全面升级

 ▎业内最高精度

 ▎可追溯校准

测试精度可以通过【准确度】与【再现性】两项

参数进行评价。HYBRID+在水平测定，高度

方向测定的准确度和再现性均达到最高水准。

HYBRID＋按照国家计量标准进行可追溯校准，

在出厂时以及用户指定环境进行。校准作业后

出具相应证明书。

准确度+再现性再现性准确度

＋ ＝

NIST
美国国家标准与技术研究院

宽度标准样品
高度分布标准样品
VLSI Height Standard

微尺寸测试 表面形状测试

 ▎业内最高水平的测定速度

HYBRID+具有业内最高水平的测定速度（帧率

15Hz～120Hz），仅为一般激光显微镜的1/4，

在高速自动检测，动态观察等测试中优势显著。

测定时间

帧率扫描分辨率测试范围

视野平面扫描时间Z方向的分割单位Z方向测试范围

10 µm ÷ 0.1 µm 15 Hz 6.67 sec÷ ＝例）

÷ ÷ ＝

测定时间为一般激光
显微镜的1/4

Z方向测试范围（µｍ）

160

140

120

100

80

60

40

20

0
10 20 30 40 50

测
定
时
间︵
秒
︶

※Z方向分辨率0.1 µm时的测试时间

测定时间

1/4

一般激光显微镜

水平方向测定
准确度 ±［0.02× （100/物镜放大倍数）＋L/1000］ µm

再现性(3σ) 0.01 µm

高度方向测定
准确度 ±（0.11＋L/100） µm

再现性(σ) 0.01 µm

高NA镜头系列

低倍·高NA镜头
NA：0.8、WD：1.65 mm

■物镜■专用低倍·高NA镜头

低倍的宽视野下也可达到高倍镜头的精确度

数值孔径（NA）
物镜的重要特征参数，与分辨率、焦点深度等特性直接相关。到达

样品的入射光与光轴方向的最大夹角θ的关系如下：NA ＝ n·

sinθ, n 为样品与物镜间介质的折射率（空气的n=1）

工作距离

聚焦状态下，镜头最前端到样品间的距离

齐焦距离

聚焦状态下，物镜安装位置到样品间的距离。与镜头种类，倍数无

关，工业上通常使用45 mm和60 mm两种。

APO镜头
即复消色差镜头（apochromatic lens）。数值孔径NA值大，可在整
个视野内提供平面的、无色差图像，最适于彩色观察。

齐焦距离60mm型

HYBRID+
专用物镜

齐焦距离45mm型

物镜 WD （mm） NA（数值孔径）

物镜

 1× 3.80 0.03

 2.5× 6.50 0.075

 5× 23.50 0.15

 10× 17.50 0.30

 20× 4.50 0.45

 50× 1.00 0.80

 50× Apo 2.00 0.80

 100× 1.00 0.90

 100× Apo 2.00 0.90

 150× Apo 1.50 0.90

物镜（长工作距离）

 20× ELWD 19.00 0.40

 50× ELWD 11.00 0.60

 100× ELWD 4.50 0.80

物镜（超长工作距离）

 10× SLWD 37.00 0.20

 20× SLWD 30.00 0.30

 50× SLWD 22.00 0.40

 100× SLWD 10.00 0.60

物镜（镜厚校正构造）

 20× CR 10.00 0.45

 50× CR 3.00 0.70

 100× CR 0.85/0.95 0.85

物镜 WD （mm） NA（数值孔径）

物镜（高NA）

 50× Apo 0.35 0.95

 100× Apo 0.32 0.95

 150× Apo 0.30 0.95

物镜（双光束干涉）

 TI 2.5× 10.30 0.075

 TI 5× 9.30 0.13

 DI 10× 7.40 0.30

 DI 20× 4.70 0.40

 DI 50× 3.40 0.55

 DI 100× 2.00 0.70

物镜 WD （mm） NA（数值孔径）

专用物镜（高ＮＡ）

 5× LT 10.50 0.25

 10× LT 1.60 0.50

 20× LT 0.80 0.75

 新20× LT 1.65 0.80

1.65 mm

行业最高精度， 更准确
硬件
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显微镜用标准软件

LMeye8

自动缺陷检查软件

LMInspect
自动测试软件

LIBRA

软件

上手快， 更好用

 追求真正好用！新功能搭载

专用于测试的软件

标准版涵盖从测定到数据解析的全部功能 
更可选配实现自动化测试

 ▎LM菜单  

按照提示简单勾选对应项，自动生成最适合的测试条件。条件以LM菜单形式保存。

样品太控制

镜头切换

录像条件设定

图像数据获取

图像显示·3D显示

图像处理·噪声处理

各种定量测试·图像分析

数据输出

生成报告

指导模式（operator mode）

自动对准（auto-alignment）

检查菜单做成

全面检查

缺陷位置标记

缺陷分类

缺陷位置情报

缺陷位置情报 图像·动画

指导模式（operator mode）

检查菜单做成

位置移动校准

自动定位

图像内多点同时测定

不良判定

显微镜 
操作

可选/定制

P31
可选/定制

P30

数据解析

 ▎过滤辅助功能  

对原始图像的噪声信号合理判定并可视化，提出最佳过滤处理方案。保留有效数据，仅除去噪声，实现高精度且可信的测试。

噪声判定画面 过滤处理画面

菜单保存画面菜单设定画面

上手快， 更好用
软件
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 ▎摄像设定功能

 ▎拼图功能（patchwork）

 ▎XY坐标计测功能

自动追踪功能

拼图测试时各视野内的高低位置可

自动识别，确定最适的高度扫描范围。

自动设定

自动设定模式中，光强度、

测定高度范围等参数均

可一键自动设定

多增益模式
（Multi-gain）

Z方向测试范围最大可分
割为6段，每段设定不同
光强度。针对反射率随高

度明显变化的样品可显著

提高画质。

扫描角度设定

Y方向扫描角度可调整，
仅对必要区域进行扫描，

缩短测定时间。

高光动态渲染
（HDR）模式

画面内不同位置的反射率

差异很大时，可设定多段

受光范围，不漏掉反射率

过高过低区域的图像。

使用拼图功能可以使多幅图像拼接，获得更大视野的图像。与一般的激光显微镜相比速度提高约6倍。

使用精密电动样品台，先记录画面中心的XY坐标（作为起点），再记录视野外任意画面的XY坐标（为终点）后，无需拼图测试，视野外

的任意2点间距离也可简单测定。

 基本功能

Z方向的扫描范围

深沟状样品

LS标准板

印刷底板

药片

硬币（直径22mm）

HYBRID+的拼图

3D图像

起点 终点

 ▎宏功能

记录操作过程及测试条件的功能。熟练的使用者将操作过程记录为宏程序后，新手也可以简单使用。

熟练使用者

记忆熟练

使用者的

操作过程

熟练使用者的

操作过程

简单再现

一键运行

显微镜操作 画像处理

宏功能

测定

测定与数据处理过程均以宏

程序的形式保存。

使用者

运行宏程序，简单复现测试

与分析全过程，生成结果。

通常模式

高光动态渲染（HDR）模式

无自动
追踪

有自动
追踪

断面图

■宏功能一般流程

一般激光显微镜的拼图

定位 摄像 图像处理 数据分析 报告生成

上手快， 更好用
软件
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各种计测·画像解析

测定参数

高度、平面距离、空间距离、角度、

截面积、近似半径等

纳米压印用树脂模具 3D轮廓图 台阶高度: 45nm

标准图案

亮度轮廓

 ▎断面分析

 ▎对比分析

 ▎宽度计测

选定任意线区域，可取得断面形状，进而计算各种参数

多个断面形状进行对比的功能。同图像或多个图像中的断面均可对比。适于比较样品中同类区域的一致性，或同一位置的前后变化

选定任意线区域，取得亮度数据，计算宽度。适

用于半导体图案等高度差很小的样品。

凸块

共聚焦图像

砺石

分析结果

3D图像

二值化图像设定亮度或高度的阈值，将图像“二值化”处理。

处理后可算出选定区域的面积、体积、表面积

等20多项参数。适于分析视野内存在多个类似

结构的样品。

两组（多个）样品进行自动对比，识别差异大的

参数。为良品判定提供建议。

选定线区域的断面形状

 ▎表面粗糙度测定

可基于JIS（线粗糙度）或ISO（面粗糙度）两种标准进行测定。作为非接触测量方法，对表面柔软易变形的样品也可测定，且适用于通

常的探针测量难以测得的细微的凹凸形状。

线粗糙度测定（JIS B0601标准）

获取面内整体数据后，选定需要分析的线区域进

行粗糙度分析

面粗糙度测定（ISO 25178标准）

探针式与非接触式测量均适用的国际规格。不受

扫描方向影响，测定面区域粗糙度

 ▎形状特征分析

 ▎粗糙度智能判定（Suggest）功能

加工后加工前

人造骨骼

上手快， 更好用
软件
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印刷底板铜线

3D图像TFT基板

 ▎膜厚测定（X-Z断面测量）

透明样品的膜表面与界面的光学距离测定并计算膜厚。适用于1μm以上厚度的透明膜。

 ▎平面测量

平面方向的距离、角度、弧度等的简便测量

 ▎高度差测量

选定区域内的平均、最大最小高度等的简便测量

PI膜涂覆图案

XZ断面图

 数据导出

 ▎Office报告一键生成

 ▎其他数据导出方式

与Microsoft Office软件连接，一键生成Excel/Popwerpoint报告。报告模板化、多数据对比等功能搭载，显著提升作业效率。

LMWS文件

测试条件、原始数据及分析后

结果等完整保存在一个文件中

电子表格（spread sheet）

多组数据根据需求汇总为一个

文件并输出

展示用报告（layout 
report）

图像与分析后数据组合生成报

告

数据导出

支持图像文件、CS V形式、

CAD数据（STEP形式）等直接
导出

分析结果

扫描图像 镜头信息、
测试条件

数据

CADLMWS 3D
打印机

IZ曲线

I（光强度）

Ｚ
︵
Ｚ
方
向
位
置
︶

膜厚26.460 µm

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

测定参数

距离、角度、半径、圆心距、个数计算等

Excel报告 Powerpoint报告

数据对比

上手快， 更好用
软件
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从研发到量产全面对应

R&D

标准机型

量产·试制

特殊样品台搭载

量产线

产线机型

从产品研发，到试制品质的抽检，再到量产线全面

检测，全面对应各种需求提供定制方案。

 W系列

 ▎支持2～8英寸晶圆样品的自动装载

样品的自动化搬运与自动测试·检查软件的连动使用，提供直接对应客户需求的量产化设备。

自动装载单元

HYBRID＋ W系列外观

以显微镜为主体的定制化测试系统

应用于从研发到生产各种工作环境的多样化产品系列

可选功能/定制

自动化对应， 更高效

搭载晶圆自动装载单元的W系列全新

上线。与自动测试·检查软件连动用于

产线全面检测。

自动化对应， 更高效
可选功能/定制
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 各种样品台

 ▎大型·特殊样品台

 ▎精密电动样品台  ▎电动X-θ样品台

样品台尺、移动范围、自动装载样品等多种测试需求可对应

全新追加精密测量功能

的样品台，定位精度与

再现性进一步提升。高

可信度的图像拼接。

实现筒型样品的转动测

试

 ▎电动样品台 ▎手动样品台

追加对应画像拼接、多

区域连续测定等功能，

作业性大幅提升

对应于基本机型的手动

XY样品台

XY移动范围 160 mm×160 mm

XY移动范围 160 mm×160 mm θ转动样品台

XY移动范围 150 mm×150 mm

XY范围800 mm x 1000 mm  
塔架型显微镜

XY范围300 mm x 300 mm  
门柱型显微镜

 ▎基本功能

配合电动样品台，自动运行预

先做成的测试菜单。菜单中包

含样品尺寸、测试路线、测试位

置、自对焦、图案匹配判定、数据

处理方法等详细测试条件设定。

设定阈值可用于不良判定测试。

 自动测试软件（LIBRA）

凸块的自动测试

凸块自动测试

测试流程

读取菜单 开始测试 完成测试 显示数据列表

300mm晶圆内的40万个凸块的自动识别、测试。

■测试例

自动化对应， 更高效
可选功能/定制
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 ▎基本功能  ▎选配功能（LMBrain ）

晶圆或玻璃等基板上存在的细

微缺陷及异物等的全面自动检

查。具备缺陷图上的任意点的

再定位复查、缺陷分类（尺寸、

白黑、凹凸）等功能。

SiC晶圆的缺陷检查

晶圆上0.5 µm微球（PSL）

测试流程

开始测试 结果复查 缺陷分类显示

预先保存无缺陷的良品的图案，同构造的样品可以快速进行缺陷检查。

采用人工智能技术，根据对样品影响程度对缺陷评级和分类

重复图案、随机图案等高难度样品检查。通过【深度学习】实现智能化的、高精确度缺陷分类。

SiC晶圆的缺陷检查例。共聚焦光学系与微分干涉相结合，获取高分辨率图像的同时进行缺陷检出，可实现缺陷复查，以及之

后的定位追踪功能。选配Hazemap可实现表面粗糙度的定量化评价。

对比检查

不良品图案良品图案

对比检查

检出缺陷

缺陷分类Map

【深度学习】功能

■检查例

 自动缺陷检查软件（LMInspect）

自动化对应， 更高效
可选功能/定制
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自动化对应， 更高效
可选功能/定制

倾斜样品支架

水平双轴倾斜度可调节的样品架。

 ▎样品支架

 ▎主要规格

 ▎操纵面板

 选配件

晶圆样品支架

真空吸附构造用于纠正晶圆的起翘

2～４英寸晶圆样品支架 6英寸晶圆样品支架 8～12英寸晶圆样品支架

型号 C3（basic model） L3（Standard model） L7（high-end model）

功能

光源
白色光源 ○

激光光源 - 405 nm

视野/放大倍数

光源 物镜 显示屏上倍率（24英寸） 视野（H x V）

白色

1× 18.5×  15,000 × 15,000 µm 

2.5× 46.2×  6,000 × 6,000 µm 

5× 92.5×  3,000 × 3,000 µm 

10× 185×  1,500 × 1,500 µm 

20× 370×  750 × 750 µm 

50× 925×  300 × 300 µm 

100× 1,850×  150 × 150 µm 

150× 2,775×  100 × 100 µm 

激光

50× 1,850× -  150 × 150 µm 

100× 3,700× -  75 × 75 µm 

150× 5,550× -  50 × 50 µm 

Zoom功能 1×～8×

帧存储器
光强度 1,024×1,024×12 bit / 高精细模式2,048×2,048×12 bit

高度 1,024×1,024×16 bit / 高精细模式2,048×2,048×16 bit

帧率 15 Hz～120 Hz

水平方向测定

最小测定单位 0.001 µm

准确度 ±［0.02×（100/物镜放大倍数）＋L /1000］ µm

再现性（3σ）*1 10  nm

高度方向测定

刻度分辨率 0.05  nm

准确度 ±（0.11＋L/100） µm

再现性（σ）*2 10 nm

测定范围 *3 7 mm

Z移动范围 100 mm 80 mm

换镜转盘 5镜头电动转盘（具备镜头位置自动识别功能）

XY载物台
手动 ○ -

电动 可选 ○

微分干涉观察功能 可选 ○

白光垂直干涉测试功能 可选 ○

相差干涉测试功能 可选

反射分光膜厚测试功能 可选 ○

软件

图像获取 高光动态渲染模式，拼图功能，多增益模式 等

图像处理 表面校正（倾斜、球面），去噪声，颜色选择，二值化 等

形状解析 断面轮廓分析，对比分析，粗糙度测定，宽度测定，膜厚测定 等

数据导出 专用扩展名文件 + 通用文件（常用图像格式、CSV、STEP等）

高效工具 LM菜单，过滤辅助，宏功能，粗糙度智能判定，Office报告生成

高效工具 AC:100 V 50/60 Hz 约800 VA

尺寸·重量

显微镜主体  382（W） × 511（D） × 689（H） mm 约40 kg

控制单元  430（W） × 450（D） × 100（H） mm 约7 kg

LED光源单元  142（W） × 279（D） × 210（H） mm 约3.8 kg

灯箱  142（W） × 311（D） × 227（H） mm 约6.7 kg

控制用PC  175（W） × 440（D） × 360（H） mm 约9 kg

显示器  556（W） × 180（D） × 513（H） mm 约4 kg

可追溯校准 ○

*1 震动水平符合要求的环境下，使用100x（NA0.95）物镜测试标准样品得到的结果。
*2 震动水平符合要求的环境下，使用100x（NA0.95）物镜测试VLSI公司标准高度样品得到的结果。
*3 所用物镜的工作距离以内

静电吸附样品支架

通过静电吸附固定样品。适用于纸类、薄膜、金属箔等薄且易变

形样品。

基于人体工程学设计最易操作、提高效率的控制器。频繁使用

的功能均可通过面板操作。

白色光共聚焦 白色光共聚焦 白色光共聚焦

激光共聚焦激光共聚焦

微分干涉观察

白光垂直干涉测试

反射分光膜厚测试


